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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1.孔
1）孔性能指标
	PTH孔
	2级标准

	平均铜厚
	≥ 25um

	单点铜厚
	≥ 20um

	深镀能力
	≥60%

	机械埋/盲孔平均孔铜厚度
	≥ 20um

	机械埋/盲孔局部区域铜厚
	≥18um

	激光盲/盲孔最小铜厚
	≥13um

	POFV铜厚
	≥10um


2）包覆电镀从孔壁延伸到表面，且表面延伸宽度≥25um，形成孔环状；
对于通孔、盲\埋孔跨越叠层数≥2层时，包覆电镀厚度≥5um;
对于盲\埋微孔，包覆电镀厚度≥5um;
对于位于芯板上的埋孔（2层）, 包覆电镀厚度≥5um;
3）孔公差

	孔径(mm)
	Φ≤ 0.3
	0.3<Φ≤ 0.8
	0.8<Φ≤ 1.6
	1.6<Φ≤2.49 
	2.49<Φ≤6.0
	>6.0 

	PTH孔公差(mm)
	+0.076/-∞
	±0.076
	+0.15/-0
	+0.3/-0

	NPTH孔公差(mm) 
	±0.05
	±0.05
	±0.08
	+0.10/-0
	+0.10/-0
	+0.3/-0

	定位孔公差（mm）
	±0.076

	异型孔公差（mm）
	±0.10mm

	ICT测试孔公差（mm）
	±0.076


对于纸基板，如客户指定或认可冲孔成型方式，则其孔径公差为：
孔径￠≤0.8mm时，公差为±0.10mm；
孔径￠＞0.8mm时，公差为±0.20mm。
4）阶梯孔
	项目
	要求

	大孔角度及公差
	按照gerber要求，角度公差±5°

	大孔孔径d1
	当θ＜180°时，孔径及孔径公差和常规PCB保持一致；
当θ=180°时，孔径公差为±5mil

	小孔孔径d2
	孔径及孔径公差和常规PCB保持一致

	深度公差
	如下图，默认的需控制的为大孔深度h，公差为±0.20mm，大孔深和小孔深为封闭公差。
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5）阶梯板

	检验项目
	要求

	如下图，阶梯槽流胶长度L
	≤0.5mm

	深度公差H
	±0.25mm
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6）控深铣阶梯槽

	检验项目
	要求
	 备注

	尺寸(W)公差
	+/-0.13mm
	

	深度（H）公差
	±0.20mm
	默认控制铣槽深度

	槽壁与内外层导体间距S
	≥0.5mm
	槽壁金属化除外

	默认铣槽内角
	0.5mm
	

	槽底流胶宽度d
	≤0.25mm
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7）侧壁金属化控深铣
	项目
	要求
	 备注

	深度尺寸(a)公差
	+/-0.13mm
	除非特别说明，a值默认0.3mm

	宽度尺寸（b）公差
	±0.13mm
	除非特别说明，b值默认0.3mm

	控深介质余厚c
	0.3mm
	0.3mm为最小值

	焊盘距离铣槽边缘最小距离d
	0.3mm
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8）沉头孔（锥形孔）
	项目
	要求

	孔径(d)公差
	同常规孔公差

	深度(H)公差
	±0.20mm

	角度（θ）及公差
	默认45°±5°
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9）背钻孔

	项目
	要求

	PTH孔径（d1）
	孔径及孔径公差和非背钻孔保持一致

	背钻NPTH孔径（d2）
	不要求

	背钻残留stub（h2）
	参见Gerb要求，且≥2mil

	背钻段各层走线/铜面
	NPTH孔不露线、不露铜

	背钻孔塞孔
	非压接孔：允许树脂塞孔；
压接孔：不允许。
注：禁止使用阻焊塞孔，树脂塞孔时，背钻孔必须塞孔且同时填充背钻段与非背钻段。


10）微孔孔径公差

	类型
	孔径公差
	备注

	微孔
	±0.025mm
	微孔孔径为金属化前直径。如下图 “A”

	机械钻孔式埋孔
	±0.076mm
	此处“孔径”指成孔孔径


2.线路，焊盘
1）焊盘尺寸公差
	SMT焊盘
	宽度≥20mil
	+5％ / -10%

	
	宽度＜20mil
	±10%

	插件焊盘
	±2mil


2）图形定位精度（CAM提供最远MARK点的距离图给生产）
	PCB尺寸
	长度≥600mm
	≤5mil

	
	长度＜600mm
	≤3mil


3.阻焊，字符

1）字符颜色：只印在阻焊上选用白色；只印在ROGERS等白色板材上可选用黑色；若同时印在阻焊和白色板材上，可选用其他易分辨的颜色。
2）0302条码区域丝印油墨厚度10～30um，表面要保证平整
3）阻焊厚度≥0.01mm（其中拐角位置≥0.005mm），且阻焊最高点未高出SMT焊盘0.035mm
4）焊盘空距≥7.5mil的贴装焊盘间有阻焊桥。

4.标记

1）蚀刻标记与焊盘的距离≥0.2mm。
5.表面处理
	镀层
	2级标准

	只用于板边接点而不用于焊接的金层
	≥0.8um

	用于焊接的金层
	0.05～0.15um

	只用于板边连接的镍层
	≥2.5um

	焊锡(LF-HASL)层厚度
	用于焊接的焊盘：1～25um 
不用于焊接的焊盘：1-50um

	孔内焊锡(LF-HASL)层
	满足孔径公差的要求

	裸铜
	不可出现

	OSP(Entek HT Plus)
	0.25~0.55um

	OSP(Glicoat F2/F3)
	0.15~0.3um

	ENIG
	Ni: ≥3um

	
	Au: ≥0.05 um

	ENEPIG（用于焊接）
	Ni: ≥3um

	
	Pd：0.05~0.15um

	
	Au：0.05~0.15um

	ENEPIG（Thick Pd）
	Ni: ≥3um

	
	Pd：0.3~0.5um

	
	Au：0.05~0.15um

	ImTin
	0.8-1.2um


2）侧壁电镀
侧壁电镀铜厚≥20um。
侧壁电镀宽度公差按+/-0.3mm
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3）金手指引线：分级金手指：金手指末端无电镀引线残留，侧边允许引线残留。
平针金手指：无电镀引线，或电镀引线在侧边。对于电镀引线在侧边的设计，不允许有金属毛刺。
当金手指宽度≥40mil时：金手指电镀引线不允许进入金手指中间1/2宽度区域：A=1/2W。
当金手指宽度＜40mil时，金手指电镀引线不允许进入金手指中间1/3宽度区域：A=1/3W。
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6.外形

1）金手指斜边
抛斜边角度(下图θ)公差范围:±5°；
金手指抛斜边深度（下图A）公差范围: ±0.13mm；(30≤θ≤45°)

金手指抛斜边深度（下图A）公差范围: ±0.18mm；(θ＜30°)

2）外形公差
	长宽度尺寸
	公差

	长宽尺寸＜150mm的
	±0.13mm

	150mm≤长宽度尺寸≤300mm时
	±0.2mm

	长宽度尺寸大于300mm时
	±0.25mm

	板内所有铣空区
	±0.13mm

	位置尺寸
	±0.2mm


3）V-cut

V-CUT角度规定：当板厚1.0mm≤h＜1.8mm时，V-CUT角度 =45°；当板厚1.8mm≤h＜3.0mm时，V-CUT角度 =45° 或 60°；V-CUT角度公差控制+/-5°
V-CUT剩板厚规定：当板厚尺寸h≤0.8mm时，双面V-cut保留部分要求为b=0.35± 0.1mm；当板厚尺寸0.8mm<h<1.6mm时，双面V-cut保留部分要求为b=0.4±0.1mm；当板厚尺寸h≥1.6 mm时，双面V-cut保留部分要求为b=0.53±0.13mm。
7.叠层
1）.板厚公差
	板厚（mm）
	公差（mm）

	1.0及1.0以下
	±0.1

	大于1.0小于等于1.6
	±0.14 

	大于1.6小于等于2.0
	±0.18

	大于2.0小于等于2.4
	±0.22

	大于2.4小于等于3.0
	±0.25

	大于3.0
	±10%


2）.翘曲度

	单板
	背板最大弓曲/扭曲度

	板的状况
	最大弓曲/扭曲度
	

	无SMT的板
	0.7％
	1％，同时最大变形量≤4mm；

	板厚< 1.6mm的SMT板
	0.7％
	

	板厚≥1.6mm的SMT板
	0.5％，同时最大弓曲变形量≤1.5mm；
	


8.工程处理办法（具体见附件PCB常规问题处理办法V1.0）

[image: image8.emf]YJ+PCB常规问题 处理办法V1.0.docx


预审部分： 
1、 材料要求
1）设计文件未指定时，默认使用标准粗糙度铜箔（STD/HTE）。
客户设计文件指定的低粗糙度铜箔类型和要求：
RTF：反转铜箔，铜箔表面粗糙度Rz≤3.5um；
RTF2：反转铜箔，铜箔表面粗糙度≤2.5um；
HVLP：铜箔表面粗糙度Rz≤2.0um。
HVLP2：铜箔表面粗糙度Rz≤1.5um。
HVLP3：铜箔表面粗糙度Rz≤1.0um。
2）2/4/6默认FR4的必须采用TG150，限定在生益、联茂、上海南亚、华正、台湾南亚、建滔（必须采用A级料）、台耀、台光等常用板材范围内；
3）默认Hi-TG FR4的在IT180A和S1000-2M中选择；
2.EQ要求

1）同样板名同一版本的PCB工程问题，应放在同一问题单中进行确认，如果在前次确认完成后又发现新问题需要确认，必须和客户重新进行确认，新的问题在原问题单最后增加行数进行添加。对于第二次以上的确认邮件，附件的内容应该包含前面所有确认邮件的附件内容。
2）确认邮件必须包含“关于厂家中文（英文）名称＋客户的订单号＋板名+CAM_版本+（PCB厂家内部代码）的确认邮件”
举例：邮件标题为：关于XX电路 KF09C03G81 rtw1lpm4CAM_VC（F/N：2p4310）的确认邮件
注：若收到客户订单，而订单号尚未确定时，可暂时不加订单号信息。
3）EQ的EXCEL文件命名为：厂家简称_板名CAM_版本.xlsx。用附件模板给客户提EQ


[image: image9.emf]厂家简称_板名CA M_版本V1.1.xlsx


4）确认内容设计层叠/阻抗的，除了在3）问题表单中列行说明外，还应按照标准层叠/阻抗询问表模板作为附件进行。如附表

[image: image10.emf]xxxxxxxCAM_VX_ 层叠_阻抗询问表V1.1.xlsx


5）EQ主送PM：王伟超wangweichao@cloudnineinfo.com

王志鑫wangzhixin@cloudnineinfo.com

张微zhangweib@cloudnineinfo.com

张云飞zhangyunfei@cloudnineinfo.com

抄送采购CEG：冷卫军lengweijun@cloudnineinfo.com

采购员徐洋波ydd.xuyangbo@cloudnineinfo.com
3.文件审阅要求
1）线路板基本信息，PCB设计drill层相应信息都可查询，如下图所示
[image: image11.emf]
3） 阻抗、叠层、层数、表面处理、板厚、材料、拼版等参考drill层
3）DWG NOTE极其重要，其中编号为CNIT-10002002-201的文件，任何一条信息不可漏看。
4. 版本变更升级EQ确认
版本变更升级（如VA升级到VB，VB升级VC等等）EQ确认，继承参考前版本的EQ，并附上前版本EQ资料，在EQ中增加说明参考前版本回复，避免重复确认问题。

且升级版本必须发EQ重新确认。
CAM部分： 
1. 测试电压≥200V,短路电阻：20MΩ，开路电阻：20Ω。
层叠

				       叠层结构询问表 Stack-up Form																				黄色区域为板厂填写内容

				PCB厂家全称						厂家拟制人

				资料名称						厂家内部物料代码 

				客户要求 Cus. Requirement						厂家建议叠层设计 Vendor design

				完成厚度（Final Thickness）				1.60mm+/-0.16mm		厂家加工厚度		1.60mm+/-0.16mm

				设计板材				S1000-2/IT180A		厂家选用板材		IT180A

				层数Layer		基铜铜厚（oz）    
Base Copper		介质层厚度（mil）
Dia.Thickness		选用的铜厚、板料和PP片
Copper Core Prepreg		介质层厚度（mil）
Dia.Thickness		板材铜箔		残铜率（%）		Dk		Df

				SOLDERMASK				0.8				0.8						4.2		0.02

				TOP		Hoz + plating		1.8		Hoz+plating		1.8		STD		40%		4.2		0.02

						PP		17		PP 2*7628H RC75%		16.6						4.2		0.02

				GND02		1oz 		1.2		1oz		1.2		RTF		85%		4.2		0.02

						CORE		22		Core xxxxxx		22						4.2		0.02

				ART03		1oz 		1.2		1oz		1.2		RTF		85%		4.2		0.02

						PP		17		PP 2*7628H RC75%		16.6						4.2		0.02

				BOTTOM		Hoz + plating		1.8		Hoz+plating		1.2		STD		40%		4.2		0.02

				SOLDERMASK				0.8				0.8						4.2		0.02

				设计厚度				63.6		完成厚度		62.2

				注意事项：

				序号		内容

				1		PrePreg/Core具体型号/数量/含胶量等需要填写 :例如PP 2*1080 RC75%  、CORE 2*1080

				2		PrePreg/Core以及SOLDERMASK的Dk，Df需要填写 ：

				3		铜箔型号/类型（STD、RTF、HVLP）需要填写 ：例如RG312  RTF3

				4		优选板材标配铜箔，非标铜箔时需要注明：红色标注

				5		使用光板进行假层设计时，需要注明：红色标注





阻抗

				Impedance Control Required:								黄色区域为板厂填写内容						黄色区域为板厂填写内容

				单线-线宽、阻抗、参考层控制信息:

				层标识		设计线宽(mil)		设计阻抗(Ω)		参考层		调整线宽(Mil)		调整阻抗(Ω)

				TOP		4.20		50+/-10%		L2

				BOTTOM		4.20		50+/-10%		L13

				ART03		3.70		50+/-10%		L2&L4

				ART05		3.70		50+/-10%		L4&L6

				ART10		3.70		50+/-10%		L9&L11

				ART12		3.70		50+/-10%		L11&L13



				差分线-线宽/线距、阻抗、参考层控制信息:

				层标识		设计线宽(mil)/间距(mil)		设计阻抗(Ω)		参考层		调整线宽(Mil)		调整阻抗(Ω)

				TOP		5.0/7.0		85+/-10%		L2

				BOTTOM		5.0/7.0		85+/-10%		L13

				ART03		4.5/6.5		85+/-10%		L2&L4

				ART05		4.5/6.5		85+/-10%		L4&L6

				ART10		4.5/6.5		85+/-10%		L9&L11

				ART12		4.5/6.5		85+/-10%		L11&L13



				TOP				100+/-10%		L2

				BOTTOM				100+/-10%		L13

				ART03				100+/-10%		L2&L4

				ART05				100+/-10%		L4&L6

				ART10				100+/-10%		L9&L11

				ART12				100+/-10%		L11&L13



&F	内部公开


&D	H3C机密，未经许可不得扩散	第&P页，共&N页




损耗管控

				INSERTION LOSS TARGET Required:																黄色区域为板厂填写内容

				信号速率@频率		层标识		设计线宽(mil)/间距(mil)		设计阻抗(Ω)		 插损要求
(dB/Inch@16GHz)		板厂损耗最大值
(dB/Inch@16GHz)		备注说明

				32Gbps@16Ghz		ART03		4.5/6.5		85+/-8%		-0.90+/-0.06		-0.90+/-0.06

						ART05		4.5/6.5		85+/-8%		-0.90+/-0.06		-0.90+/-0.06

						ART10		4.5/6.5		85+/-8%		-0.90+/-0.06		-0.90+/-0.06

						ART12		4.5/6.5		85+/-8%		-0.90+/-0.06		-0.90+/-0.06



				信号速率@频率		层标识		设计线宽(mil)		设计阻抗(Ω)		 插损要求
(dB/Inch@26.56GHz)		板厂损耗最大值
(dB/Inch@16GHz)		备注说明









				注意事项：

				序号		内容

				1		备注说明是指为满足损耗要求，生产上特殊处理的地方。比如使用低粗糙度的棕化液及其型号，使用低蚀刻方法，蚀刻因子值
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1.1当各种文件的条款出现冲突时，按如下优先顺序进行处理：

· 工程确认

· YJ PCB常规问题处理办法

· PCB的设计文件（生产主图）

· 刚性PCB检验标准

· IPC相关标准

1.2“常规制作协议” 是针对设计文件的一些说明， 或 PCB 制作中允许厂家做的一些技术处理 ；  对于 “常 规制作协议”中已明确的常见问题，可不通过工程确认直接处理，在本文档新版本发布之前一直有效。  

“设计更改要求” 是针对老设计文件的补充要求， 在新板的设计中已经尽量避免， 或在设计文件中标 明， 这些条款仅对标注时间之前的设计文件有效， 对于该时间以后设计的单板不再适用。 



[bookmark: _Toc82580125][bookmark: _Toc161476548][bookmark: _Toc25151554]常规制作协议

[bookmark: _Toc82580126][bookmark: _Toc161476549][bookmark: _Toc25151555]结构问题

1） 多层板，如资料对层压排板结构未作规定，则按CAD FILE中的文件名：ART01 - PGP02 - ART03 ...... - PGP07 - ART08顺序排板，且ART01为元件面，ART08为焊接面。如果GERBER图形中板边的层名与文件名有矛盾时，需要工程确认。

[bookmark: _Toc82580127][bookmark: _Toc161476550][bookmark: _Toc25151556]外形问题

1） 若外形图中无孔到边数据，则一律按Gerber文件测得。

2） 若我方提供的图纸（或标注尺寸）和Gerber文件的外形尺寸不一致时，两者相差在5mil以内时，孔位以Gerber文件为准，外形尺寸以标注尺寸为准。

3） 在未指定内角半径的情况下，最大R60mil。

4） 拼板需要满足单元板上标注的尺寸，拼板后的尺寸若在设计文件中没有标注，以实测设计文件为准（包括总的尺寸及单元板之间的间隙）。对于已经标注了拼板之后尺寸的板，则需要满足所有标注的尺寸。拼版尺寸和实测不一致时，按照第2）点操作。

5） 参考图1，对于单板斜边加工公差规定如下：按照斜边长度规定角度，斜边长20mm以下，+/-2度；斜边长20mm以上50mm以下，+/-1度；斜边长50mm以上，+/-45分。需测量时，推荐用万能角度仪测试。

斜边长度



0. [bookmark: _Toc161476577][bookmark: _Toc25151503]单板斜边示意图

6）工艺边无光学点设计时，直接加，无需确认。

7）工艺边光学点设计离V-cut较近，保护环与V-Ccut重叠，会导致保护环进入板内，V-cut漏铜时，允许按V-cut常规避铜，保证不进入板内和漏铜。接受保护环残缺；

[image: ]

8）制板说明中的外形加工方式：数控铣加V-CUT，实际板子无V-CUT设计时，直接按Gerber设计，无需确认。

[image: ]

9）有桥连设计，没有设计邮票孔，字符层中有类似邮票孔设计的字符圈的，直接按原稿制作，不加邮票孔和V-CUT，连接桥上类似邮票孔的字符图形按板外字符删除制作。





拼板桥连设计，字符层有如下图形

















[bookmark: _Toc82580128][bookmark: _Toc161476551][bookmark: _Toc25151557]线路和图形问题

1） 除板边电镀外，若内外层线路铜皮（含开窗铜皮）离外形很近，则允许刮铜离板边0.3mm，如果须做V-cut，则允许刮铜离V-cut 0.5mm。

2） 对于V-CUT单板，允许在板边增加用于检测漏做V-CUT的图形，但是增加的线路不得影响PCB功能；

3） 对单板线路菲林上的一些断开的线头，按Gerber文件制作（首板制作前应进行工程确认）。

4） 允许PCB厂家在焊盘与导线连接位置添加泪滴，添加泪滴铜后线路应满足最小线宽/间距要求。

5） 1.6mm厚的金手指板，除非特殊注明外，必须如图2处理金手指倒角：





0. [bookmark: _Toc161476578][bookmark: _Toc25151504]金手指倒角的处理

6） 若板内有辅助边(breakaway tab)时，则允许在辅助边(breakaway tab)上加阻流块（内层）和辅助电镀块（外层）。

7） 网铜内边长小于10mil的网络同意填实，如图3所示：

内边长

网铜



0. [bookmark: _Toc161476579][bookmark: _Toc25151505]网铜内边长示意图

8） 关于平面层花盘生产光绘文件的制作规定：为了保证生产光绘文件的统一性，如图4所示，在给定焊盘外径OD的情况下，对内径ID及连接花脚宽g、数量break，规定按照表1制作：

[bookmark: _Toc161202865][bookmark: _Toc23773240]平面层花盘参数表

		OD(mil)

		≤30

		30～40

		40～50

		50～100

		100～250

		>250



		ID(mil)

		20

		20

		OD－20

		OD－20

		OD－20

		OD－40



		g(mil)

		6

		8

		10

		15

		20

		20



		break(个)

		4

		4

		4

		4

		4

		4





注：

可根据自己的参数可以在此基础上作一定的设计修改，但修改范围不得超过表中值的±10%。



[image: ]          [image: ]  

0. [bookmark: _Toc161476580][bookmark: _Toc25151506]平面层花盘示意图

另：OD等于或小于孔径的情况，则平面花盘改为全连接。

9） 内层隔离环的修改问题：非金属化孔按照“与电源/地层的空距”要求控制隔离环（参见《刚性PCB检验标准》）；金属化孔按照“PTH孔偏”的要求控制隔离环（参见《刚性PCB检验标准》）。

10） 不改变网络关系前提下，允许删除负片层宽度＜3.0mil的铜桥；若引起网络关系变化，须与客户EQ确认。

11） 跨马连接器要求：有倒斜边要求的跨马连接器（在drill层有标注These are SMT PADS，NOT GOLD FINGER），焊盘区域要求倒斜边，允许斜边超出焊盘区域单边最多6mm，且不能导致内外层露铜或损伤走线。







[image: image003]

0. [bookmark: _Toc25151507]跨马连接器示意图

12）加工说明文档中指定的阻抗线实际在Gerber中没有或线宽间距不符时，与客户EQ确认

13）部分阻抗线参照层不对时，与客户EQ确认

[image: ]

14）pitch0.5mmBGA，焊盘中间过3.2mil线，补偿后焊盘与线间距不足，蚀刻不出来时，直接与客户EQ确认。0.5mm pitch BGA 过一线，线宽、间距均只有3.2mil



















15）SMD与走线间距3.34mil，间距不够时，直接与客户EQ确认

[image: ]



16）板内存在无任何连接的断线时，直接按原搞制作，无需确认。

[bookmark: _Toc82580129][bookmark: _Toc161476552][bookmark: _Toc25151558]孔的问题

1） 如果钻孔图中有重孔时，则允许删去其中重叠的小孔或同等大的孔，孔中心位置不同的相交孔需要做工程确认。

2） 若板内无足够的NPTH作加工定位孔时，允许在辅助边加NPTH孔，增加的定位孔离mark点保护环及丝印3mm以上。若PCB无辅助边，允许借用板内金属化螺钉孔（138mil）用于定位。

3） 若PTH孔环与孔径等大时，须与客户EQ确认。

4） OUTLINE外的安装孔盘（螺钉孔盘）削盘处理，但要保证不露铜。发现非金属化孔有电气连接时，需与客户EQ确认。

5） N-PTH沉头孔在沉头位置铜皮避让不足的，不再允许直接削铜，须与客户EQ确认；

6） 负片层反焊盘设计导致钻孔跨铜皮边缘的，允许补充环宽不超过6mil缺失部分孔环，如下图；位于正片层的此类情况，须客户EQ确认：

[image: ]

0. [bookmark: _Toc25151508]钻孔跨铜皮边缘

7） 引起破孔露铜的星形孔，做删除处理，如下图7。

[image: 星]

0. [bookmark: _Toc161476581][bookmark: _Toc25151509]星形孔破孔示意图

8） 背钻要求保留孔铜最小长度与残留Stub要求冲突时，优先满足最小保留孔铜长度，并控制孔铜长度在最小孔铜长度+16mil以内。背钻孔的背钻面焊盘删除处理。

9） 小孔背钻过孔(6mil\8mil\10mil过孔的背钻，包括钻孔表中+/-0.1mil以内的孔)，若Gerber图形设计该过孔阻焊塞孔的，可改为不塞孔或树脂塞孔；允许在背钻孔背钻面增加阻焊开窗以防止阻焊入孔，Pad面增加过孔小开窗，过孔小窗尺寸最大值为成孔孔径D+6mil，在工艺能力允许范围内尽量做小。若Gerber图形设计该过孔树脂塞孔的，背钻必须塞孔。

10） 单板默认只使用一种塞孔方式。

11） 压接孔指定钻孔要求：对于我司在设计文件中已指定Drill Size的压接孔，需同时控制成品孔径和钻孔孔径，除成孔孔径标注为15c/15d的孔外，其余规格压接孔钻孔孔径统一要求为指定Drill Size±0.025mm，不限制使用公制钻头或英制钻头，可根据自身实际情况选择钻头。如下图设计文件要求为例，表示该钻孔孔径需控制在0.57±0.025mm，钻头自选。

[image: ]

注１：对于成孔标注为15c/15d的压接孔，不论设计文件指定Drill Size为0.50mm或者0.48mm，统一要求控制钻孔孔径为0.48±0.025mm。

注２：成孔标注为18/18a的压接孔，如果同一PCB上同时有Drill size要求为0.55mm和0.57mm时，统一要求控制钻孔孔径为0.55±0.025mm。

注3:孔位公差要求标注遵从GB/T1182一1996/IPC2615标准。

11） 椭圆形焊盘的过孔，焊盘短轴对应的焊盘按不破孔制作，允许成品焊环小于2mil。

[image: ]

0. [bookmark: _Toc25151510]椭圆焊盘过孔

12） 深微孔无特殊要求的，必须按树脂塞孔制作。

13）资料中对于泪滴的要求，按加工要求，没有要求加的可以不加

[image: ]

[bookmark: _Toc82580130][bookmark: _Toc161476553][bookmark: _Toc25151559]阻焊问题

1） 非金属化孔阻焊开窗露线，则需修改非金属化孔的开窗，以保证导线不露铜。非金属化孔文件未开窗时，允许处理开窗大于孔径每边6～10mil。

2） 若金手指单个开窗，则可修改为整体开窗。

3） 若金手指顶部与其附近的焊盘太近时，导致金手指开窗与焊盘开窗间的阻焊桥不足0.5mm时，则允许阻焊盖上金手指顶部，满足阻焊桥为0.5mm。

4） 当PCB文件中只有1张阻焊文件，且板中只有插件通孔，无SMT焊盘时，阻焊图为正反两面使用。

5） 对于无BGA的单板的过孔阻焊：

若过孔无阻焊窗（任意一面无阻焊窗），1999年1月25日之后设计的PCB文件（即文件日期）需要按照塞孔制作，此日期之前的单板则按阻焊封焊盘不塞孔，允许阻焊开窗小于等于（孔径+5mil）制作。

6） 对于有BGA的单板的过孔阻焊：

关于测试孔的定义：无论TOP面的过孔是否有阻焊窗，凡是BOTTOM面的过孔（VIA）阻焊窗大于过孔焊盘（PAD），则该过孔为测试孔，如下图6：

B面

T面

阻焊

D

40mil

32mil

D+5mil



0. [bookmark: _Toc161476582][bookmark: _Toc25151511]测试孔示意图

注：ICT测试孔允许厂家在小开窗面适当加大小开窗面阻焊开窗，以满足阻焊不入孔控制要求，最大允许增加到D+6mil。

关于BGA区域的定义：如图7，指BGA器件丝印框（即白字框）以内的区域（包含丝印框本身）。过孔钻孔没有超出BGA丝印框（包含钻孔在丝印上），则认为过孔处于BGA区域内。特殊情况会遇到有两个丝印框的情况，一律以内侧的丝印框为准。



[image: 1]外侧丝印框

内侧丝印框



0. [bookmark: _Toc161476583][bookmark: _Toc25151512]BGA区域示意图

a、对于BGA区域过孔塞孔的处理：凡是阻焊开窗小于等于孔盘的过孔，在没有特别要求对过孔进行开阻焊窗说明时，除测试孔和背钻孔外，其他所有过孔必须塞孔。

b、对于非BGA区域过孔塞孔的处理：若过孔阻焊窗大于或等于（孔径+5mil），按照光绘文件制作。 若过孔阻焊窗设计小于（孔径+5mil），在没有特别要求对过孔进行塞孔说明外，则所有过孔按照光绘文件制作（允许阻焊开窗小于或等于（孔径+5mil），但不塞孔）。对于过孔没有阻焊开窗的设计，在没有特殊说明的情况下孔径小于0.6mm的塞孔，≥0.6mm的过孔允许补开比孔径大6-10mil的阻焊窗，如果需要更改，必须与客户EQ确认。

7）Gerber资料中光学点开窗与保护圈未对准，会导致保护圈部分盖油墨，部分不盖，此情况允许我司直接加大阻焊开窗制作，但需保证开窗不影响保护圈周围资料。

[image: ]

8）要求塞的孔两面阻焊开窗比孔盘大时，需EQ确认。

9）要求塞的孔一面阻焊窗比孔盘大，另一面阻焊开窗比孔大，比盘小时，需EQ确认。

[bookmark: _Toc82580131][bookmark: _Toc161476554][bookmark: _Toc25151560]字符和标记问题

1） 板外字符一律做删除处理；位于基材上的字符允许做删除处理；板边字符允许向内移动。

2） 字符重叠时，允许移位。部分料号中字符、字符框线重叠，看不清，或附近无空间移动的，能移则移，无法移动的与客户EQ确认

3） 允许字符上过孔孔环（不包括测试孔和插件孔，与此类孔干涉时允许移动），允许字符入过孔但不允许入插件孔，并保证字符可辨认。

4） 若有字符上喷锡或OSP、ENIG大铜面时，则按原稿制作，允许字符上大铜面,但类似下图的框线可以直接删除。其它表面处理方式的PCB如果有此类情况，需与客户EQ确认。（大铜面定义：亮铜区域，且属性不是SMT PAD或Thru Hole）



[image: ]

5） 入NPTH孔的字符允许删除。

6） 厂标、生产周期、UL标志、防静电标志等产品标识不允许加在辅助边上。

7） 丝印距离焊盘小于5mil时，在不影响正常辨认识别的情况下，允许局部缩小丝印宽度、移动或局部删除丝印，保证丝印不上焊盘

8） 0302条码的问题：我司0302条码框有两种类型：激光刻印条码框（白油块）和常规条码框，如下图示，具体以gerber文件制作。激光刻印条码框无我司特殊要求不要镭射。封装丝印框、白油块要求与设计文件位置偏差不超过±5mil。MAC条码框按同样方式处理。

[image: ]

0. [bookmark: _Toc25151513]激光刻印条码框

[image: ]

0. [bookmark: _Toc25151514]常规条码框

9） 丝印框与白油块之间小于5mil的间距允许按填实制作。

10）白油块有角标设计时，直接删除白油块角标，无需确认。

[image: ]

[bookmark: _Toc25151561]表面处理问题

1） 当表面处理为ENIG+OSP时，若出现单个过孔两面图形表面处理不一致时，双面均使用ENIG处理。

2） 对于Gerber文件设计为塞孔的背钻小孔(8mil\10mil过孔的背钻)，因背钻需要增加阻焊开窗后，该类小孔不限制表面处理类型，可选择该板上其他阻焊开窗区域的任一表面处理；

3） 当表面处理为ENIG+OSP时，ID点表面处理按原稿设计。

4） 对设计时间在2012.4.1之前的编码，且表面处理由HASL更改为OSP+ENIG表面处理的单板，若OSP与ENIG表面处理距离＜16mil的，允许OSP焊盘上金，且OSP盘上金面积不超过整个焊盘面积的1/3。

[bookmark: _Toc25151562]服务器类单板常见问题处理

1） 当设计文件阻焊与BGA焊盘铜皮等大时，该焊盘按非阻焊定义(N-SMD)焊盘处理，允许加大阻焊开窗以避免阻焊上盘，非BGA器件的此类设计，需与客户EQ确认。

2） 当设计文件焊盘设计如下Half-SMD设计时(在底部椭圆形铜皮上有圆形阻焊开窗，见如下图示)：

[image: ]

0. [bookmark: _Toc25151516]Half-SMD设计

应按如下要求处理：允许加大阻焊开窗避免阻焊上焊盘区(Pad Area)，且不允许阻焊破出底部铜皮（如下图）。

[image: ]

以下情况不允许出现:

· 阻焊上焊盘

[image: ]

· 阻焊破出铜皮

[image: ]

3） 满足“斜边深度1.30+/-0.13mm，手指到板边1.4mm”特征的PCIE类金手指设计（包括但不限于下图所示的金手指布局和数量），若图纸中金手指倒角深度要求与金手指端面矛盾的，默认按内缩金手指0.2mm处理，此要求只针对长手指，短手指不需内缩；

[image: ]
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0. [bookmark: _Toc25151517]金手指倒角问题

4） 对于中心间距≥0.8mm的金手指，如果图纸标注金手指位置公差0.1mm，允许按如下公差进行管控

金手指到侧边（基准X）距离公差按±0.1mm

金手指到底边（基准W）距离公差按±0.13mm

金手指中心之间距离公差按±0.05mm

5） 金手指制作：允许在辅助边增加电镀引线，允许工艺边引线残留及露铜，倒斜边不允许倒到工艺边，特殊情况请提工程确认。

6） 金手指位置板厚公差要求：当设计文件中金手指位置板厚公差要求严于刚标要求时，按照设计文件中要求来执行。



[bookmark: _Toc82580132][bookmark: _Toc161476555][bookmark: _Toc25151563]设计更改要求

[bookmark: _Toc82580134][bookmark: _Toc161476556][bookmark: _Toc25151564]2004年8月10日以前设计板的更改要求

[bookmark: _Toc82580135][bookmark: _Toc161476557][bookmark: _Toc25151565]NPTH孔盘

2004年8月10日以前设计的板，NPTH孔对应线路上的独立焊盘： 内层可以删除；外层当焊盘比NPTH孔径单边大20mil以上时，可以距孔边刮0.25~0.4mm铜处理；当焊盘比NPTH孔径单边大20mil以下时，同意直接删除此独立焊盘。

NPTH孔落在大铜皮上，允许刮铜得到单边宽0.25~0.4mm的干膜封孔圈。

[bookmark: _Toc82580137][bookmark: _Toc161476558][bookmark: _Toc25151566]压接连接器的孔

所有压接连接器的孔径尺寸和公差要求，包括设计文件的标注和本技术协议，是以公制数据为准，英制数据仅仅是参考值。压接孔径公差的要求，对2004年8月10日以后设计的单板在光绘文件中已经注明（锡厚暂时不做硬性规定）；对于8月10日以前设计的文件，厂家不明确的可一次性列表发给YJ公司进行确认。

对于2004年8月10日以前设计的单板，以下压接连接器的孔径尺寸和公差要求以设计文件中或本文中的文字描述为准，

 A   欧式连接器

孔径40mil，间距2.54mm的阵列孔，孔数量为 96、64、300。参见图8。孔径阵列两端的非金属化孔为铆接孔。

压接孔径要求：Finished hole dia. 1.0+0.08/-0.06mm（40±3mil）；Drilling hole dia. 1.15±0.025mm（45.3±1mil）；Cu thickness 0.025～0.050mm；Sn/Pb thickness ≤0.015mm ，且不露铜。

铆接孔径要求：单板边缘的100mil；背板上的110mil；300pin的110mil.。全部要求非金属化通孔。









0. [bookmark: _Toc161476584][bookmark: _Toc25151518]欧式连接器

B   2mmFB连接器

孔径28mil，间距2mm的阵列孔。孔阵列为 4×6n 或 5×6n（n为整数），参见图9、10。和孔阵列在一个丝印框内的非金属化孔即为定位孔。

压接孔径要求：Finished hole dia. 0.725±0.075mm（28＋3/－2mil）；Drilling hole dia. 0.835±0.025mm（33±1mil）；Cu thickness 0.025～0.050mm；Sn/Pb thickness ≤ 0.015mm ，且不露铜。

定位柱孔径要求：2.05+0.05mm；1.5+0.1mm。非金属化孔。

[image: ]



[image: ]

0. [bookmark: _Toc161476585][bookmark: _Toc25151519]直/公、直/母连接器图示

[image: ]



[image: ]

0. [bookmark: _Toc161476586][bookmark: _Toc25151520]弯/公、弯/母连接器图示

C   2mmHM连接器

孔径24mil，间距2mm的阵列孔 ,孔阵列为5×11/19/22/25 、 7×11/19/22/25、8×11/25、10×11/25。和孔阵列在一个丝印框内的非 金属化孔即为定位孔。具体可参见以下各图（单板上9row的间距不是2mm）

压接孔径要求：Finished hole dia. 0.6±0.05mm（24±2mil）；Drilling hole dia. 0.7±0.02mm；Cu thickness 0.025～0.050mm；Sn/Pb thickness ≤ 0.015mm ，且不露铜。

定位柱孔径要求：N型连接器、电源连接器2 +0.05，其余连接器2±0.05。全部要求非金属化通孔。

注意：

一个丝印框内有两个8*11或10*11纵、横向间距都为2mm的孔阵列时，两个孔阵列之间的非金属化孔：距离丝印框近的一个非金属化孔为100mil，另一个为2.0±0.05mm。具体参见图20“2mmHM-D型连接器/直”。



[image: ]



0. [bookmark: _Toc161476587][bookmark: _Toc25151521]2mmHM-A型连接器/弯

[image: ]

0. [bookmark: _Toc161476588][bookmark: _Toc25151522]2mmHM－C型连接器/弯

[image: ]

0. [bookmark: _Toc161476589][bookmark: _Toc25151523]2mmHM－B型连接器/弯

[image: ]

0. [bookmark: _Toc161476590][bookmark: _Toc25151524]2mmHM－D型连接器/弯

[image: ]

0. [bookmark: _Toc161476591][bookmark: _Toc25151525]2mmHM－E型连接器/弯

[image: ]

0. [bookmark: _Toc161476592][bookmark: _Toc25151526]2mmHM－N型连接器/弯－－－注意孔径公差2+0.05

[image: ]

0. [bookmark: _Toc161476593][bookmark: _Toc25151527]（2mmHM－电源连接器）弯角连接器图示

[image: ]

0. [bookmark: _Toc161476594][bookmark: _Toc25151528]2mmHM-A型连接器/直

[image: ]

0. [bookmark: _Toc161476595][bookmark: _Toc25151529]2mmHM-B型连接器/直

[image: ]

0. [bookmark: _Toc161476596][bookmark: _Toc25151530]2mmHM-C型连接器/直

0. [bookmark: _Toc161476597][bookmark: _Toc25151531]2mmHM-D型连接器/直

[image: ]100mil
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0. [bookmark: _Toc161476598][bookmark: _Toc25151532]2mmHM-E型连接器/直



[image: ]

0. [bookmark: _Toc161476599][bookmark: _Toc25151533]2mmHM-N型连接器/直

[image: ]

0. [bookmark: _Toc161476600][bookmark: _Toc25151534]2mmHM-电源连接器



D   HS3连接器

压接孔径要求：Finished hole dia. 0.6±0.05mm（24±2mil）；Drilling hole dia. 0.7±0.02mm；Cu thickness 0.025～0.050mm；Sn/Pb thickness ≤ 0.010mm ，且不露铜。

[image: ]

[image: ]

0. [bookmark: _Toc161476601][bookmark: _Toc338678095][bookmark: _Toc25151535]6rowHS3连接器

0. [bookmark: _Toc161476602][bookmark: _Toc338678096][bookmark: _Toc25151536]10row的HS3连接器



E   BNC插座

压接孔径要求：Finished hole dia. 1.7±0.05mm（67±2mil）大孔、1.02±0.08mm（40±3mil）小孔；Cu thickness 0.025～0.050mm；Sn/Pb thickness ≤ 0.015mm ，且不露铜。

[image: ]

0. [bookmark: _Toc161476603][bookmark: _Toc25151537]BNC图例



F   2mmFB电源插针

弯角定位孔：中间大孔-----2.05+0.05mm；小孔-----1.5+0.1 mm。

背板上插针：四角定位孔：1.5+0.1mm。

[image: ]

0. [bookmark: _Toc161476604][bookmark: _Toc25151538]单板上弯角

[image: ]

0. [bookmark: _Toc161476605][bookmark: _Toc25151539]背板上插针



G   普通插座

压接孔径要求：Finished hole dia. 0.825±0.05mm（32±2mil）；Drilling hole dia. 0.95+0.02/-0.03mm；Cu thickness 0.025～0.050mm；Sn/Pb thickness ≤ 0.015mm ，且不露铜。

[image: ]

0. [bookmark: _Toc161476606][bookmark: _Toc25151540]普通插座



H   DB-3V3电源

A1、A2、A3压接孔径要求：Finished hole dia. 3.5+0.04/-0.06mm；Drilling hole dia. 3.6+0/-0.03mm；Cu thickness 0.025～0.050mm；Sn/Pb thickness ≤ 0.015mm ，且不露铜。

两端固定压接孔径要求：Finished hole dia. 3.1+0.04/-0.06mm；Drilling hole dia. 3.2+0/-0.03mm；Cu thickness 0.025～0.050mm；Sn/Pb thickness ≤ 0.015mm ，且不露铜。

[image: ]

0. [bookmark: _Toc161476607][bookmark: _Toc25151541]DB-3V3电源



[bookmark: _Toc82580138][bookmark: _Toc161476559][bookmark: _Toc25151567]2003年5月31日以前设计板的更改要求

[bookmark: _Toc82580139][bookmark: _Toc161476560][bookmark: _Toc25151568]线路和图形问题

1） 2003年5月31日以前设计的板，多层板内层线路铜皮离外形很近时，允许刮铜离边0.5mm以免内层露铜。同时，如果出现图32所示情况，设计文件平面层分割线不完全靠板边，造成板边出现残留铜，这时需要删除板边残留铜。

[image: ]

0. [bookmark: _Toc161476608][bookmark: _Toc25151542]平面层分割线不靠板边示例图（负片）

2） 对于2003年5月31日以前设计的单板，为防止基准点损坏擦伤，允许在基准点的周围增加一铜箔环（如果基准点在PCB边缘导线的内部，则不做要求）。铜环尺寸如图33，且铜环要求覆盖阻焊。非阻焊区内不允许有字符。

[image: 䉅ᙯٰ]

0. [bookmark: _Toc161476609][bookmark: _Toc25151543]基准点加铜环尺寸

[bookmark: _Toc82580140][bookmark: _Toc161476561][bookmark: _Toc25151569]阻焊问题

1） 对于2003年5月31日以前设计单板，若基准点（fiducial mark）阻焊开窗露线，则允许修改基准点的开窗，以保证导线不露铜，且保证阻焊、丝印距基准点边≥0.5mm。

2） 2003年5月31日以前设计单板，若资料中有阻焊上元件焊盘时，必须修改阻焊窗，保证阻焊不上元件焊盘。

3） 对于2003年5月31日以前设计的单板，Gerber文件中若无阻焊桥，但QFP SMD最小焊盘边间距≥9 mil时，修改SMD阻焊窗作阻焊桥。

4） 对于2003年5月31日前设计的单板，若有如图34的情形，即QFP四个角落的8个大焊盘被阻焊覆盖，要求制作时处理为焊盘无阻焊。





0. [bookmark: _Toc161476610][bookmark: _Toc25151544]QFP角落焊盘被阻焊覆盖示意

[bookmark: _Toc82580141][bookmark: _Toc161476562][bookmark: _Toc25151570]孔的问题

1） 对于2003年5月31日以前设计的单板，如图34所示的直径为2.3 mm金属化孔，须改为2.5mm的非金属化孔，公差为+0.1/-0mm。说明：该器件为9孔，其中8个小孔，中间一个大孔，需要修改中间的大孔的孔径。

[image: ]

0. [bookmark: _Toc161476611][bookmark: _Toc25151545]需修改的2.3 mm金属化孔示意图

[bookmark: _Toc82580142][bookmark: _Toc161476563][bookmark: _Toc25151571]内存条板厚公差

单板板名为C811SIM 的内存条板（印制板编码03010447，制成板编码03020484），从金手指部位测量厚度公差在1.3＋0.07/-0.1mm以内。

[bookmark: _Toc161139875][bookmark: _Toc161201731][bookmark: _Toc161202824][bookmark: _Toc161476572]4.其他

1.提供的Gerber资料中部分资料不明其意或与PCB加工无关的内容可直接忽略，不用EQ确认

 [image: ]

2. 提供了两套资料ODB++和274X时，销售会告知按哪份文件制作，无需比对

3. 加工说明文档中要求与提供的Gerebr资料不符：文档中要求字符是单面顶印，实际Gerber中有两面字符资料，直接依Gerber制作，不用EQ确认。

[image: ]

4. 压缩包中提供多个文件包，应与PCB加工无关: 压缩文件中有_CAM、_DXF、_PCB、_PRJ4个文件包，直接用CAM的文件包，其他文件直接忽略。

[image: ]

5. 制板说明中验收标准和规范没有选择时，直接按照IPC class2标准管控，无需确认。

[image: ]
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基本信息

				基本信息

						填写黄色和绿色区域				注意：打红色星号（*）与绿色背景项为重要信息。



				固定信息

				PCB厂家中文全称*

zht04261: 请填写贵公司
中文名称				拟制部门名称				拟制人

				PCB厂家英文全称*

zht04261: 请填写贵公司
英文名称				云尖提供的厂家编号

zht04261: 请填写云尖提供给贵公司的6位编号      
例如：021189
				审核人

				联系电话　

zht04261: 请填写贵公司联系电话，如有分机，请用减号“－”隔开
				

zht04261: 请填写云尖提供给贵公司的6位编号      
例如：021189
		厂家给云尖的客户编号*

Lenovo User: 请填写贵公司
提供给云尖的客户编号
				审核日期
(格式：YYYY/MM/DD)

zht04261: 
示例：2022/12/12

				厂家邮箱地址*

zht04261: 请填写贵公司
联系邮箱				

Lenovo User: 请填写贵公司
提供给云尖的客户编号
		厂家给该单板的*
内部物料代码

Lenovo User: 填写贵公司的
档案号





												

zht04261: 
示例：2022/12/12		PCB板信息

				层数*

zht04261: 直接写层数即可，无需加任何汉字。示例：８，12，30								

zht04261: 请填写贵公司传真		板材类型*				单板厚度*

Lenovo User: 请填写成品板厚

				表面处理方式*				旋转角度*				板材利用率*

				棕化药水型号*				绿油颜色/型号*				丝印颜色*

				单板设计者姓名*				SuperVisor				Working Panel*

				云尖资料名称*

Lenovo User: 云尖资料名称是：PCB板名CAM_VX(版本)+0301编码，例如：rs36b08sufCAM_VA 0301A189



				特殊要求









问题答复过程

				发自：				编写：				可制造设计板问题确认单       审核日期：		档案号：		客户编号：				云尖资料名称:																																														阻抗		标注		孔		碎铜		露铜		开窗		丝印		绝缘层		绿油		焊盘																																																		层叠/阻抗		标注		孔制作		外形开窗/板边处理		丝印		金手指		焊盘		表面处理		阻焊开窗		UL LOGO		平衡铜块		露铜		其他

				0				0				1899"年"12"月"31"日"		0		0				0																																																																																																																		拼板		尺寸确认		尺寸公差		厂家标记		射频板		柔性板		其他

												注意：仅填写黄色区域，序号根据实际项目数填写         请勿把附件放在此Excel确认单中，且附件不能使用中文名称和中英文括号。																																																						拼板		尺寸		标记		射频板		单板		背板F		扣板B		柔性板		公差		翘曲度		变形量		其他																																														直角		圆角		塞孔		花盘		隔离盘		过孔		其他

				厂家工程师问题列表												云尖工程师答复列表																																																		直角		圆角		塞孔		花盘		隔离盘		过孔		其他																																																								单端阻抗		差分阻抗		铜厚		线宽/线距		叠层方案		其他

		序号
*

zht04261: 
序号务必填写正确，
需要增加行，请整行复制		日期*
YYYY/MM/DD

zht04261: 日期请务必填写
格式样例：
2022/12/12

		问题
类型*

Lenovo User: 如问题类型在其中请选择。

* 问题类型和具体类型至少填一个

如果下来菜单字体过小而看不清，可在工具栏放大百分比
		具体
类型*

Lenovo User: 
* 问题类型和具体类型至少填一个		描述*

Lenovo User: 请务必填写描述
		建议处理方式及原因*

Lenovo User: 请务必填写
		附件(格式：1.gif,2.pdf)

zht04261: 
此处文件名务必与真实附件名一致，
请不要把附件放在此Excel确认单中，
且附件不能使用中文名称和中英文括号。
支持格式tif,gif,jpg,pdf,doc,xls,txt，zip
多个附件名请以逗号隔开，
例如：
attachment1.gif，2.doc,item3.jpg
stackup.xls,attach1.pdf
		日期
YYYY/MM/DD

zht04261: 格式样例：
2022/12/12		是否接受*

Lenovo User: 云尖工程师答复问题请务必选择
		描述或备注		附件

zht04261: 
此处文件名务必与真实附件名一致，
请不要把附件放在此Excel确认单中，
且附件不能使用中文名称和中英文括号。
支持格式tif,gif,jpg,pdf,doc,xls,txt，zip
多个附件名请以逗号隔开，
例如：
attachment1.gif，2.doc,item3.jpg
stackup.xls,attach1.pdf		答复人*

zht04261: 请务必填写
云尖pcb工程师签名
		审核人

zht04261: 云尖监督人签名
		

zht04261: 
序号务必填写正确，
需要增加行，请整行复制		

zht04261: 日期请务必填写
格式样例：
2022/12/12

		

Lenovo User: 如问题类型在其中请选择。

* 问题类型和具体类型至少填一个

如果下来菜单字体过小而看不清，可在工具栏放大百分比
		

Lenovo User: 
* 问题类型和具体类型至少填一个		

Lenovo User: 请务必填写描述
		

Lenovo User: 请务必填写
		

zht04261: 
此处文件名务必与真实附件名一致，
请不要把附件放在此Excel确认单中，
且附件不能使用中文名称和中英文括号。
支持格式tif,gif,jpg,pdf,doc,xls,txt，zip
多个附件名请以逗号隔开，
例如：
attachment1.gif，2.doc,item3.jpg
stackup.xls,attach1.pdf
		

zht04261: 格式样例：
2022/12/12		

Lenovo User: 云尖工程师答复问题请务必选择
				

zht04261: 
此处文件名务必与真实附件名一致，
请不要把附件放在此Excel确认单中，
且附件不能使用中文名称和中英文括号。
支持格式tif,gif,jpg,pdf,doc,xls,txt，zip
多个附件名请以逗号隔开，
例如：
attachment1.gif，2.doc,item3.jpg
stackup.xls,attach1.pdf		

zht04261: 请务必填写
云尖pcb工程师签名
																																										单端阻抗		差分阻抗		铜厚		线宽		线距		叠层		内层		外层		介质		介电常数		其他

		1

		2

		3






